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積層フィルムや基材中の異物を非破壊観測

● 超高速・高深達度
● 高解像度で 2D または 3D の断層撮影が可能
● 高速な掃引レーザーにより、2D 画像はリアルタイムで、3D 
画像は数秒で 1 ボリュームを撮影

● 近赤外線を用いるため被爆の心配なし
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工業製品評価向け断層画像撮影システム ������

アプリケーション例

劣化による工場設備のクラック等の傷をOCT の技術で非破壊検査
被検体の傷、クラック、白化、溶接状態、シワ等の 2 次元断層画像をリアルタイムに撮像・

表示し、工業製品や設備の劣化の確認を現場で行うことができます。

● OCT 本体とデータ処理装置 ( データ処理用高速 DAQ ボード・無線キーボード・
マウス ) を内臓した防水対応の筐体台車付きの可動式 SS-OCT システム

● 防水対応により、天候に左右されず雨天でも屋外での使用が可能
● 携行型防水タッチパネルの採用で現場の作業性を向上
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プローブ方式で場所を選ばず計測 粘着テープの断面の２D画像 粘着テープの３D画像 基材中の異物


